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产品说明 

1 产品说明 

  
 

1.1 概述 

 

特征  电源电压  电源电流  灵敏度  接口  温度 

双极霍尔 
效应锁存 

 3.0~32 V  1.6 mA  
BOP:2 mT 

BRP:-2 mT 
 

开漏 

输出 
 -40°C 至 125°C 

 

 
图 1-1 PG-SOT23-3-15 封装（左）和 PG-SSO-3-2 封装（右）中的 TLI4961-1 图 

1.2 特性 

•    工作电源电压  3.0 V 至 32 V 

•    使用未稳压电源 

•    电极反接保护 (-18 V) 

•    过压耐受能力高达 42 V（不带外部电阻） 

•    输出过电流与过温保护 

•    主动误差补偿  

•    磁性阈值稳定性高  

•    低抖动（一般0.35 μs） 

•    高 ESD 性能 

•    含铅，非无卤封装 PG-SSO-3-2 (TLI4961-1L) 

•    小尺寸，无卤 SMD 封装 G-SOT23-3-15 (TLI4961-1M) 

关于汽车行业应用，请参阅英飞凌 TLE 霍尔开关系列。 

 

1.3 目标应用 

TLI496x 霍尔开关系列适合在所有要求高精度霍尔开关（工作温度范围为  -40°C 至 125°C）的应用领域使用。
TLI496x 系列的电源电压范围超强（为 3.0 V 至 32 V），加上不带外部电阻就能达到 42 V 的过压耐受能力使该系
列产品成为工业应用的理想选择。 

具有锁存功能的磁行为和典型值为 ±2 mT 的开关阈值，令这个器件尤其适合配合杆轮使用进行指数计算和无刷直流
电机换向中的转子位置探测。 

 
表1-1 订购信息 
 

产品名称 产品类型 订购代码 封装 

TLI4961-1L 霍尔锁存器 SP001052198 PG-SSO-3-2 

TLI4961-1M 霍尔锁存器 SP001031008 PG-SOT23-3-15 
 
 

 

1)
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2 功能描述 
 

 

2.1 概要 

TLI4961-1 是一种集成式霍尔效应开关，以超强的电源电压性能和磁性阈值温度稳定性著称，专为适合高精

度应用领域而设计。 

 

2.2 引脚配置（俯视图） 

 

 
图 2-1 引脚配置和感应区中心 
 

2.3 引脚说明 

 
表 2-1 引脚说明 PG-SOT23-3-15 
 

引脚号 符号 功能 

1 VDD 电源电压 

2 Q 输出 

3 GND 接地 
 

表 2-2 引脚说明 PG-SSO-3-2 
 

引脚号 符号 功能 

1 VDD 电源电压 

2 GND 接地 

3 Q 输出 

感应区中心 
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2.4 框图 

 

 
图 2-2 TLI4961-1 功能块示意图 

 
 

2.5 功能块说明 

斩波型霍尔 IC 开关由一个霍尔探头、偏压发生器、补偿电路、振荡器和输出晶体管构成。 

偏压发生器为霍尔探头和有源电路提供电流。补偿电路稳定温度行为，降低技术偏差的影响。 

主动误差补偿（斩波技术）消除信号通道中的偏移、以及塑模、焊接过程给霍尔探头造成的机械应力和封装内其

他热应力的影响。斩波测量原理与阈值生成器和比较器相结合，确保了磁性阈值精度高并且温度稳定性好。 

输出晶体管有集成的过流和过温保护。 
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图 2-3 时序图 TLI4961-1 

 

 
图 2-4 输出信号 TLI4961-1 
 

施 加 的

磁场 



数据手册 11 修订版 1.1, 2012-10-15 

TLI4961-1L 

TLI4961-1M 

功能说明 

 

 

 

2.6 默认启动行为 

磁性阈值显示存在滞后 BHYS = BOP – BRP。若在滞后区 (BOP > B > BRP) 通过磁场 B 上电，则默认传感器输出被设为

上拉电压电平 (VQ)。首次跨过磁场 BOP 或 BRP 时，内部决策逻辑被设为相应的磁输入值。 

VDDA 是内部电源电压，在外部电源电压 VDD 之后。 

这就意味着 B > BOP 时输出处于切换； B < BRP 和 BOP > B > BRP 时，输出保持为 VQ。 

 

 
图 2-5 TLI4961-1 启动行为示意图 

Power on ramp 上电斜坡 

Magnetic field above threshold 高于阈值的磁场 

Magnetic field below threshold 低于阈值的磁场 

Magnetic field in hysteresis 滞后区的磁场 

The device always applies VQ level at start -up 启动时器件始终施加 VQ 电平 

independent from the applied magnetic field ! 与施加磁场无关！ 

 
 



数据手册 12 修订版 1.1, 2012-10-15 

TLI4961-1L 

TLI4961-1M 

规格 

 

 

3 规格 

 

3.1 应用电路 

下面图 3-1 提供了一个应用电路选项。如前文所述，电阻 RS 可以不考虑（参见 图 3-2）。电阻 RQ 的尺寸必须与施

加的 VS 匹配，将 IQ 限制在最大 25 mA 的工作电流范围内。 

例

如： 

VS = 12 V 

IQ = 12 V/1200 Ω = 10 mA 

 
图 3-1 应用电路 1：带外部电阻 

 

 
图 3-2 应用电路 2：不带外部电阻 

TVS 二极管 

例如 ESD24VS2U 

注：只有要求 ESD 耐受性能 >4kV 

时，才需要使用 TVS 二极管 

TVS 二极管 

例如 ESD24VS2U 

注：只有要求 ESD 耐受性能 >4kV 

时，才需要使用 TVS 二极管 
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3.2 绝对最大额定值 

 
表 3-1 绝对最大额定参数 
 

参数 符号 值 单位 备注/测试条件 

最小 典型 最大 

电源电压1) VDD -18  32 

42 
V 

 

 

10 小时，不要求外部电阻 

输出电压 VQ -0.5  32 V  

反向输出电流 IQ -70   mA  

结温1) TJ -40  150 °C 在 2000 小时条件下 

存储温度 TS -40  150 °C  

热阻 

结到环境 

RthJA   200 

300 
K/W 针对 PG-SSO-3-2 (2s2p) 

针对 PG-SOT23-3-15 (2s2p) 

热阻 

结到引线 

RthJL   150 

100 
K/W 针对 PG-SSO-3-2 

针对 PG-SOT23-3-15 
1) 此工作寿命声明是基于英飞凌鉴定测试结果的推断所进行的预测。一个元件的实际工作寿命取决于其应用形式、使用类型

等，可能偏离此声明。在任何情况下，工作寿命声明都不能延长协定的保修期。 

 
注意：超过本表所列最大值的应力可能导致设备永久损坏。 

过长时间暴露在最大绝对额定值条件下可能影响设备的可靠性。最大额定值是绝对额定值；超过

这些数值的任何一个都可能给设备造成不可逆转的损坏。 
 

计算芯片的耗散功率 PDIS 和结温 TJ （以 SOT23 为例）： 

例如：VDD = 12 V，IS = 2.5 mA，VQSAT = 0.5 V，IQ = 20 mA 

耗散功率：PDIS = 12 V x 2.5 mA + 0.5 V x 20 mA = 30 mW + 10 mW = 40 mW 

温度 ∆T = RthJA x PDIS = 300 K/W x 40 mW = 12 K 

TA = 50 °C 时：TJ = TA + ∆T = 50 °C + 12 K = 62 °C 

 
表 3-2 ESD 保护 1)

 (TA = 25°C) 
 

参数 符号 值 单位 备注/测试条件 

最小 典型 最大 

ESD 电压 (HBM)2) VESD -4  4 kV R = 1.5 kΩ，C = 100 pF 

ESD 电压 (CDM)3) -1  1  

ESD 电压（系统级）4) -15  15 电路参见 

图 3-1 和 图 3-2 

1) 基于样本而非生产测试来对 ESD 进行表征。 

2) 人体模型 (HBM) 测试，参照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001。 

3) 带电器件模型 (CDM) 测试，参照 JESD22-C101。 

4) 放电枪测试（2kΩ / 330pF 或 330Ω / 150pF） ，参照 ISO 10605-2008。 
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3.3 工作范围 

为保证 TLI4961-1 正常工作，必须严格遵守下述工作条件规定。下文指明的所有参数都是基于这些工作条件确定

的，除非另有规定。 

 
表 3-3 工作条件参数 
 

参数 符号 值 单位 备注/测试条件 

最小 典型 最大 

电源电压 VDD 3.0  321) V  

输出电压 VQ -0.3  32 V  

结温 Tj -40  125 °C  

输出电流 IQ 0  25 mA  

磁信号输入频率2) fSW 0  10 kHz  

1) 不包括因数为 1.5 的 闩锁测试。亦请参见最大额定值。 

2) 以最大开关频率工作时，磁性输入信号必须是静电场的 1.4 倍。这是信道中内部低通滤波器的 -3dB 拐角频率造成的。 
 

 

3.4 电气特征和磁性特征 

产品特征涉及到在指定电压和环境温度范围内可以保证的值分布。典型的特征是生产中值，对应 VDD  = 12 V 和 

TA = 25°C 的条件。下表所列规格在产品与图 3-1 和图 3-2 所示的应用电路一起使用时有效。 
 

 

表 3-4 一般电气特征 
 

参数 符号 值 单位 备注/测试条件 

最小 典型 最大 

电源电流 IS 1.1 1.6 2.5 mA  

反向电流 ISR  0.05 1 mA VDD = -18 V 

输出饱和电压 VQSAT  0.2 0.5 V IQ = 20 mA 

 0.24 0.6 V IQ = 25 mA 

输出漏电电流 IQLEAK   10 μA  

输出电流限值 IQLIMIT 30 56 70 mA 内部限制与热关断 

输出下降时间1) tf 0.17 0.4 1 μs 1.2 kΩ / 50 pF，参见图 2-3 

输出上升时间1) tr 0.4 0.5 1 μs 1.2 kΩ / 50 pF，参见图 2-3 

输出抖动1)2) tQJ  0.35 1 μs 针对 1kHz 的方波信号 

延迟时间1)3) td 12 15 30 μs 参见图 2-3 

上电时间1)4) tPON  80 150 μs VDD = 3 V，B ≤ BRP - 0.5 mT 或 

B ≥ BOP + 0.5 mT 

斩波频率1) fOSC  350  kHz  

1)   未进行生产测试 – 经设计/表征研究检验 

2)   输出抖动是输出开关分布的 1σ 值。 

3)   所达到的磁性阈值与输出开关之间的系统延迟。 

4)   从施加 VDD = 3.0 V 到传感器一直至输出变为有效的时间。 
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表 3-5 磁性特征 
 

参数 符号 T (°C) 值 单位 备注/测试条件 

 最小 典型 最大 

工作点 BOP -40 0.6 2.1 3.6 mT  

25 0.5 2.0 3.5  

125 0.3 1.8 3.2  

释放点 BRP -40 -3.6 -2.1 -0.6 mT  

25 -3.5 -2.0 -0.5  

125 -3.2 -1.8 -0.3  

滞后 BHYS -40 2.5 4.2 5.9 mT  

25 2.4 4.0 5.6  

125 2.1 3.2 5.0  

磁性开关点的有效噪声值1) BNeff 25  62  μT  

磁性阈值的温度补偿2) TC   -1200  ppm/K  

1) 磁性噪声呈正态分布，可被视为几乎与频率无关，无采样噪声或数字噪声影响。典型值代表了 rms 值，因此对应正态分布

的 1 σ 概率。所以，3 σ 值对应的是 99.7% 的出现概率。 

2) 未进行生产测试 – 经设计/表征研究检验。 

 
磁场方向定义 

 

磁体南极朝向封装上标注品牌一侧者，定义为正磁场。 

 
图 3-3 磁场方向定义 PG-SOT23-3-15 （左）和 PG-SSO-3-2 （右） 

 

标注品牌

的一侧 



数据手册 16 修订版 1.1, 2012-10-15 

TLI4961-1L 

TLI4961-1M 

封装信息 

 

 

 

4 封装信息 
 

TLI4961-1 有小尺寸无卤 SMD 封装 PG-SOT23-3-15 和穿孔含铅封装 PG-SSO-3-2 两个版本。 

 

4.1 PG-SOT23-3-15 封装外形  

 

 
图 4-1 PG-SOT23-3-15 封装外形（所有尺寸均以 mm 为单位) 
 

 

4.2  PG-SOT23-3-15 封装信息 

 
图 4-2 PG-SOT23-3-15 封装于载带中 
 

1）dambar 区最大线宽 0.6 
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4.3  PG-SOT23-3-15 元件封装 

 
图 4-3 元件封装 PG-SOT23-3-15 

 

回流焊 波峰焊 
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4.4  PG-SSO-3-2 封装外形 

 

 
图 4-4 PG-SSO-3-2 封装外形（所有尺寸均以 mm 为单位) 
 

1) 无焊料功能区 
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4.5 PG-SOT23-3-15 芯片与封装之间的距离 

 

 
图 4-5 芯片和封装之间的距离 

 
 

4.6 PG-SSO-3-2 芯片与封装之间的距离 

 
图 4-6 芯片和封装之间的距离 

 

4.7 封装标记 
 

 
图 4-7 TLI4961-1M 的标记 
 

标注品牌的一侧 

霍尔探头 

d : 芯片与 IC  

PG-SSO-3-2 上侧的距离： 0.64 ±0.05 mm 
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图 4-8 TLI4961-1L 的标记 
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